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@ Verfahren zur Herstellung einer griinen Schutz- und Deckschicht auf aus Kupfer bestehendem

Halbzeug.

@ Unter Ublichen atmosphirischen Einflissen bil-
det sich auf geneigten Oberflichen aus Kupfer erst
nach jahrelanger Bewitterung eine gleichmiBige gru-
ne Deckschicht, die sogenannte Patina. Es besteht
schon lange der Wunsch, in groBtechnischem MaB-
stab eine werkseitige Vorbewitterung der Oberflache
von aus Kupfer bestehendem Kalbzeug durchzufiih-
ren, die der natlirlichen Grlinpatinierung sehr dhnlich
ist.

Das erfindungsgeméBe Verfahren zur Herstel-
lung einer kinstlichen griinen Schutz- und Deck-
schicht besteht darin, die Oberfldche von entfetteten
Bdndern oder Blechen zundchst durch eine mecha-
nische Behandlung gezielt aufzurauhen. In einem
weiteren Verfahrensschritt wird dann die aufgerauhte
Oberfldche der Binder oder Bleche im kontinuierli-
chen Durchlauf mit einer geeigneten chemischen
Reaktionslosung zur Grlinpatinierung behandelt.
Nach der chemischen Behandlung werden die Bin-
der oder Bleche in Fertigabmessungen in einem
klimatisierten Raum einige Zeit ausgelagert.

Rank Xerox (UK) Business Services



1 EP 0 492 566 A1 2

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren
zur groBtechnischen Herstellung einer der natirli-
chen grinfarbigen Patina &hnlichen Schutz- und
Deckschicht auf aus Kupfer bestehenden gewalzten
Bindern oder Blechen fiir die Dachabdeckung und
Fassadenverkleidung.

Unter normalen atmosphirischen Einfllissen
bildet Kupfer auf seiner Oberfliche erst nach ei-
nem relativ langen Zeitraum und auch nur unter
bestimmten Bedingungen eine griin- bis turkisfar-
bene Schutzschicht, die sogenannte Patina. Die
Bildungsgeschwindigkeit dieser natlrlichen Patina
ist beispielsweise von folgenden Parametern ab-
h3ngig:

- Zusammensetzung der Atmosphire
(Feuchtigkeit, Verunreinigungsgehalt)

- Beanspruchung durch feste Teilchen (Sand,
Staub)

- Umgebungstemperatur

- Neigung der Oberfliche der Kupferbauteile

- Lage zur Hauptwetterrichtung

So sind in der Verdffentlichung des Deutschen
Kupfer-Instituts "Chemische Farbung von Kupfer
und Kupferlegierungen" fiir die verschiedenen at-
mosphérischen Einflisse folgende Zeiten flir die
Ausbildung einer natirlichen Patina angegeben:

- In Meeresluft nach etwa 6 Jahren

- In GroBstadt- und Industrieatmosphire nach
etwa 5 bis 8 Jahren

- In normaler Stadtatmosphire nach etwa 8 bis
12 Jahren.

Die entstandene Patina schiitzt das Kupferbau-
teil wirkungsvoll vor weiteren Witterungseinflissen,
so daB sich die Abtragungsrate des Kupfers mit
Erreichen der hdchsten Basizitdt der Patina dem
Wert Null ndhert. Es ist daher auch nicht Uberra-
schend, daB sich schon friihzeitig Praktiker mit der
Erforschung und Nachahmung dieser Schutz-
schicht befaBt haben. So ist die kiinstliche Griinpa-
tinierung von Kunstgegenstinden, wie beispielswei-
se Statuen und GefdBen, mittels der Tupfeltechnik
schon seit langer Zeit bekannt.

Weiterhin gibt es eine Reihe von reaktionsfihi-
gen Patinierungsldsungen, die in Spritz- oder
Birsttechnik auch auf gréBere Flachen, wie z. B.
Dachabdeckungen, in mehreren Arbeitsgdngen auf-
getragen werden. Bekannt ist es ebenfalls, Einzel-
bleche aus Kupfer fiir die Dachabdeckung vorab
mit einer Patinierungsi&sung zu behandeln.

Der Nachteil der bisher bekannten Verfahren ist
darin zu sehen, daB sie entweder nur in aufwendi-
ger Handarbeit oder nur fiir begrenzte Fl4chen
angewendet werden k&nnen und damit fir eine
groBtechnische Fertigung zu unwirtschaftlich sind.

SchlieBlich ist noch ein Verfahren bekannt, bei
dem patinafarbene Kunststoffschichten auf flir die
Dachabdeckung und Fassadenverkleidung vorgese-
henen Kupferbandern aufgebracht werden. Nach-
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teilig an diesem Verfahren ist, daB die aufgebrach-
ten Schichten sehr leicht abplatzen und daB dann
der Selbstheilungsmechanismus der natiirlichen
Patina fehlt. Hinzu kommt, daB die notwendigen
Verarbeitungstechniken, wie L&ten oder Abkanten,
nur eingeschrénkt durchfiihrbar sind.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren der eingangs erwdhnten Art anzugeben,
mit dem auf der Oberfliche von aus Kupfer beste-
hendem Halbzeug in groBtechnischem MaBstab
eine grine, festhaftende, der natlrlichen Patina
sehr dhnliche Deckschicht erzeugt werden kann.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemiB durch
die Kombination der im Anspruch 1 genannten
VerfahrensmaBnahmen geldst. Vorteilhafte Weiter-
bildungen der Erfindung ergeben sich aus den Un-
teranspriichen.

Die wesentlichen Vorteile des erfindungsgema-
Ben Verfahrens bestehen insbesondere darin, daB
durch die kontinuierliche Fertigung

- eine 4&uBerst gleichmidBige Vorbehandlung
samtlicher Binder und Bleche erreicht wird;
diese ist eine wichtige Voraussetzung flr
eine kinstliche Grinpatinierung mit einheitli-
cher Farbgebung,

- variable Fertigldngen
md&glich sind,

- keine Farbinderungen an den Band- oder
Blechenden auftreten k&nnen,

- keine Ausfille des Schleifbands durch hoch-
stehende Band- oder Blechenden entistehen,

- eine gezielte Ansteuerung, beispielsweise
des Schleifbands, durch die Bandmitten- oder
Bandkantenregelung mdoglich ist.

Es hat sich ferner gezeigt, daB die nach dem
erfindungsgemiBen Verfahren hergestellten kiinst-
lich griinpatinierten Binder oder Bleche aus Kupfer
Schutzschichten mit hervorragender Haftfestigkeit
aufweisen. Sogar die bei der Montage von Dachab-
deckungen und Fassadenverkleidungen h3ufig un-
vermeidlichen Fingerspuren bleiben auf der griin-
patinierten Oberfliche weitgehend unauffillig.

In weiteren Untersuchungen wurde festgestellt,
daB die aufgebrachte Schutz- und Deckschicht als
Katalysator flir die sich allm&hlich ausbildende na-
turliche Patina wirkt, daB heiBt, die kiinstliche
Schutzschicht wandelt sich unter atmosphérischen
Einflissen im Laufe der Zeit in eine natlrliche
Patina um. Vorzugsweise besteht die Schutz- und
Deckschicht aus Kupferoxid (Cu20) und einem im
wesentlichen kupferfreien Metallsalz. Das Fldchen-
gewicht der volistindig reagierten Schutzschicht
betrdgt nach der Auslagerung 180 bis 680 mg/dm?,
wobei der Bereich von 330 bis 525 mg/dm? bevor-
zugt ist.

Anhand eines Ausflhrungsbeispiels soll die Er-
findung im folgenden noch weiter erldutert werden.

Ein kaltgewalztes 1000 mm breites Band aus

ohne Schneidabfall
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SF-Kupfer gemaB DIN 1787 mit einer Dicke von
0,7 mm wird zunéchst in einer Durchlaufeinrichtung
entfettet. Unmittelbar anschliefend wird daf8 Kup-
ferband zur gezielten Vergr&Berung der Oberfl4-
che, beispielsweise um den Faktor 2, zunichst
durch eine Bandschleifmaschine gefahren, die z. B.
mit einem oder mehreren Schleifbdndern der Kor-
nung 40 bis 60 sowie gegebenenfalls mit einer
zusétzlichen Blrsteinrichtung versehen ist. Die in-
stallierte Bandmitten- oder Bandkantenregelung
sorgt flr eine genaue Positionierung des Kupfer-
bands gegeniiber dem Schleifband. Danach durch-
l3uft das Kupferband noch ein Duowalzgerist, des-
sen Walzen vorzugsweise in Richtung der Walze-
nachse aufgerauhte bzw. texturierte Oberflichen
aufweisen. In Linie durchlduft das Kupferband an-
schlieBend eine Spriih- und Abquetscheinrichtung,
in der die chemische Reaktionsldsung zur Griinpa-
tinierung gleichmapBig auf die Oberfliche aufge-
bracht wird. Nach Aufbringen der Reaktionslosung
wird das Kupferband durch eine mitlaufende Quer-
teilschere in Fertiglangen je nach Kundenanforde-
rungen eingeteilt. Das einseitig beschichtete Kup-
ferband oder -blech wird in Gestelle vereinzelt und
die Gestelle werden dann 6 bis 48 Stunden in
einem klimatisierten Raum bei einer Temperatur
von etwa 20 ° C und einer relativen Luftfeuchtigkeit
von 70 % ausgelagert. Um die Ausbildung der
Schutzschicht auf dem Kupfer in dem klimatisierten
Raum zu beschleunigen, kann entweder zusitzlich
eine elekirische Spannung angelegt oder gasf&rmi-
ge Reaktionsmedien eingeleitet werden. Nach der
Auslagerung wurde das Flichengewicht der
Schutz- und Deckschicht von einigen Probestlicken
bestimmt. Es betrug durchschnittlich etwa 430
mg/dm?.

An dem kinstlich griinpatinierten Kupferband
kdnnen anschlieBend die flr die Verwendung im
Baubereich notwendigen Biege- und Abkantopera-
tionen durchgefiihrt werden, ohne daB Beschddi-
gungen oder grofflichige Abldsungen der Schutz-
und Deckschicht auftreten.

Patentanspriiche

1. Verfahren zur Herstellung einer griinen Schutz-
und Deckschicht auf aus Kupfer bestehenden
gewalzten Bindern oder Blechen flir die Dach-
abdeckung und Fassadenverkleidung, gekenn-
zeichnet durch die Kombination folgender
VerfahrensmaBnahmen:

- Die Oberfliche von entfetteten Bdndern
oder Blechen wird zunéchst durch eine
mechanische Behandlung aufgerauht.

- Die Bidnder oder Bleche werden dann
mit einer an sich bekannten chemischen
Reaktionsldsung zur Grinpatinierung im
kontinuierlichen Durchlauf behandelt.
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- Die chemisch behandelten Binder oder
Bleche werden anschliefend in einem
klimatisierten Raum ausgelagert.

Verfahren zur Herstellung einer griinen Schutz-
und Deckschicht nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daf die mechanische Be-
handlung  kontinuierlich  durch  Schleifen
und/oder Birsten oder Rauhwalzen vorgenom-
men wird.

Verfahren zur Herstellung einer griinen Schutz-
und Deckschicht nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daB die Oberfliche
des Kupferbands durch die mechanische Be-
handlung um den Faktor 1,1 bis 5 vergroBert
wird.

Verfahren zur Herstellung einer griinen Schutz-
und Deckschicht nach einem der Anspriiche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, da das
Kupferband von einer Abzugsvorrichtung zu ei-
ner Aufwickelvorrichtung gezogen wird, wobei
zwischen Kupferband und dem Schleifband
und/oder den Biirsten ein definierter Anpref-
druck eingestellt wird.

Verfahren zur Herstellung einer griinen Schutz-
und Deckschicht nach einem der Anspriiche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, daf die
Schicht aus Kupferoxid und einem im wesentli-
chen kupferfreien Metallsalz besteht.

Verfahren zur Herstellung einer griinen Schutz-
und Deckschicht nach einem der Anspriiche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, da das Fla-
chengewicht der Schicht 180 bis 680 mg/dm?,
vorzugsweise 330 bis 525 mg/dm? betréigt.

Verfahren zur Herstellung einer griinen Schutz-
und Deckschicht nach einem der Anspriiche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB die che-
misch behandelten B3nder oder Bleche bei
einer im Bereich zwischen 15 und 35 °C lie-
genden Temperatur und einer Luftfeuchtigkeit
zwischen 70 und 100 % ausgelagert werden.

Verfahren zur Herstellung einer griinen Schutz-
und Deckschicht nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, daB8 die Auslagerung der
chemisch behandelten Bénder oder Bleche
durch Anlegen einer Spannung oder durch Zu-
gabe von gasformigen Reaktionsmitteln be-
schleunigt wird.

Verfahren zur Herstellung einer griinen Schutz-
und Deckschicht nach einem der Anspriiche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, da das
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Kupferband entweder nach dem mechanischen
Behandlungsschritt oder nach dem Auftragen
der Reaktionsldsung kontinuierlich auf die be-
ndtigten Langen quereingeteilt wird.
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